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１．概要（Summary ）： 
 サファイアはその硬度と化学的安定性から装飾品

や化学反応管など幅広い用途がある。しかし、その類

稀な特性のため機械加工もエッチング加工も困難を

極める。そのため、３次元的な構造を作る場合、バル

ク体から少しずつ切り出さねばならずコスト高の原

因となっている。そこで、弊社の持つ板状や管状の結

晶を製造する技術と接合技術を組み合わせて安価に

３次元構造を作製する技術の検討を行った。 
 まず最初に原子レベルの平坦面を持つ板状サファ

イアウェハ同士の接合の検討を行う。ウェハの面方位

や形状に関しては今後の打合せの中で決定する。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。  
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
なし。 
 
６．関連特許（Patent）： 
なし。 
 


